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W123a ASTRO-H衛星搭載硬X線撮像検出器（HXI）開発の現状
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ASTRO-H衛星は 2015年の打ち上げを目指して、現在、衛星搭載品（Flight Model: FM）の製造、試験が進
められている。主検出器の一つである硬 X 線イメージャ(HXI : Hard X-ray Imager) は、硬 X線望遠鏡 (HXT)
と組み合わせることで、5∼80 keV の帯域で 9×9分角の視野を 2´ (HPD)の角度分解能とこれまでより 2桁優れ
た感度を実現する。HXIの主検出部は、シリコンとテルル化カドミウム（CdTe）半導体で構成され、これを厚さ
∼3 cmの BGOシンチレータ 9個でアクティブシールドする。
前回（2013年秋季年会）報告の後、衛星搭載同等品（Engineering Model: EM）を用いた End-to-End試験を

実施した。これは、Si/CdTe半導体とBGOからなるセンサー部から、アナログ回路基板、デジタル回路基板、衛
星上のデータ配信システム、地上テレメトリ・コマンド送受信システムを模擬したものまで通して動作試験を行
うもので、これにより各部の設計の最終確認や、FPGAロジックのファイナライズを行った。その結果を踏まえ、
衛星搭載品（Flight Model: FM）の製造、組み立てを行い、現在動作試験を進めている。


